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20.1Q 20.2Q 20.3Q 20.4Q 21.1Q

매 출 액 184 482 559 397 518

반도체 장비 144 413 502 322 523

전자부품 40 38 43 29 30

기 타 29 69 45 58 46

연 결 조 정 -28 -39 -30 -13 -80

영 업 이 익 -48 62 57 -15 40
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FY17 FY18 FY19 FY20 FY21.1Q

매 출 액 1,522 1,960 1,095 1,623 518

반도체 장비 1,236 1,860 875 1,382 523

전자부품 240 200 174 149 30

기 타 135 65 93 201 46

연 결 조 정 -89 -165 -47 -109 -80

영 업 이 익 115 215 -65 55 40
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부 문 20.2Q 20.3Q 20.4Q 21.1Q

반도체검사장비 432 279 118 844

반도체검사보드 70 54 31 88

기 타 91 80 74 73

합 계 593 412 223 1,005
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NO. 계약상대 계약내용 공시
(계약)일

계약
종료일 계약금액 비고

1 삼성전자㈜ DDR5 用 차세대 BURN IN BOARD 21-01-07 21-03-12 76.6 억원 납품완료

2 삼성전자㈜ DDR5 用 차세대 BURN IN TESTER 21-01-15 21-03-31 345.3 억원 납품완료

3 삼성전자㈜ DRAM 用 BURN IN TESTER 21-01-15 21-03-31 41.1 억원 납품완료

4 삼성전자㈜ DDR5 用 차세대 BURN IN TESTER 및
NAND 用 고속 BURN IN TESTER 21-03-11 21-06-30 316.6 억원 납품진행중

5 삼성전자㈜ DDR5 用 차세대 BURN IN TESTER 21-03-30 21-06-30 286.8 억원 납품진행중

6 삼성전자㈜ NAND 用 고속 BURN IN TESTER 21-04-02 21-08-31 51.5 억원 납품진행중

합 계 1,117.9 억원

3-2.
I

(*)거래소 공시기준



사업연도 주당
배당금

액면
배당률

시가
배당률 배당성향

2020년 100원 20% 2.3% 47.5%

2019년 50원 10% 1.6% 221.4%

2018년 50원 10% 1.4% 13.8%

2017년 100원 20% 2.0% 15.7%

2016년 50원 10% 1.1% 142.9%

2015년 50원 10% 0.8% 101.3%

2014년 75원 15% 1.1% 71.6%

연속배당 횟수 평균 배당수익률

분기(중간)배당 결산배당 최근3년 최근5년 최근7년

- 7회 1.8% 1.7% 1.5%
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Business AreaIIII



Wafer Test
• Wafer Memory Tester
• Wafer Level Burn-In Tester
• Wafer Mother Board

• Monitoring Burn-In Tester 
• Test Burn-In Tester
• Multi Flexible Tester 
• Memory Burn-In Board
• Logic Burn-In Board

Final Test
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Wafer Tester Group

Wafer Memory Tester Wafer Level Burn-In Tester

Logic Tester Group

Logic Burn-In Tester LED Burn-In Tester

Wafer Mother BoardMemory Burn-In Board Logic Burn-In Board

Boards Group
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Package Tester Group

Monitoring Burn-In Tester
(Domestic)

Test Burn-In Tester
(Overseas)

Multi Flexible Tester
(High Speed)



Wafer Memory Tester
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Monitoring Burn-In Tester Multi Flexible Tester
(High Speed)
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Logic Burn-In Tester Wafer Mother BoardMemory Burn-In Board
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China

Taiwan

Japan

Brazil

Domestic Overseas

Memory Tester



Domestic

Overseas

Boards
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Non-Memory Tester

Domestic

Overseas



Industrial ProspectIIIIII
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